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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準

作成機関である一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を改正すべ

きとの申出があり，経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって，JIS X 6305-1:2010 は

改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認に

ついて，責任はもたない。 
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日本産業規格         JIS 

 X 6305-1：0000 
 (ISO/IEC 10373-1：2020) 

カード及び個人識別用セキュリティデバイス－ 
試験方法－第 1 部：一般的特性 

Card and security devices for personal identification－Test methods－Part 1: 
General characteristics 

 
序文 

この規格は，2020 年に第 3 版として発行された ISO/IEC 10373-1 及び 2023 年に発行された Amendment 
1 を基に，技術的内容を変更することなく作成した日本産業規格である。ただし，追補（amendment）につ

いては，編集し，一体とした。 

なお，この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格にはない事項である。 

1 適用範囲 

この規格では，JIS X 6301 に従う ID カード及び参考文献[2]～[17]に規定しているような他の規格の特性

の試験方法について規定する。 

注記 1 適合基準はこの規格にはなく，参考文献[2]～[17]に記載している他の規格に規定されている。 

注記 2 この規格で規定する試験方法は，項目別に行う。1 枚の供試カードを用いて，全ての項目を順

番に試験する必要はない。 

注記 3 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 
 ISO/IEC 10373-1:2020，Cards and security devices for personal identification — Test methods — Part 

1: General characteristics+Amendment 1:2023（IDT） 

 なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”こと

を示す。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の全部又は一部を構成し

ている。これらの引用規格のうち，西暦年を付記してあるものは，記載の年の版を適用し，その後の改正

版（追補を含む。）は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用す

る。 

JIS C 61000-4-2 電磁両立性－第 4-2 部：試験及び測定技術－静電気放電イミュニティ試験 
注記 対応国際規格における引用規格：IEC 61000-4-2，Electromagnetic compatibility (EMC)－Part 4-

2: Testing and measurement techniques－Electrostatic discharge immunity test 
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JIS X 6301 識別カード－物理的特性 
注記 対応国際規格における引用規格：ISO/IEC 7810，Identification cards－Physical characteristic 

ISO/IEC 7816-2，Identification cards — Integrated circuit cards－Part 2: Cards with contacts－Dimensions and 
location of the contacts 

JIS X 6305-2 識別カードの試験方法－第 2 部：磁気ストライプ付きカード 
注記 対応国際規格における引用規格：ISO/IEC 10373-2，Identification cards－Test methods－Part 2: 

Cards with magnetic stripes 

ISO 3696，Water for analytical laboratory use－Specification and test methods 

ISO 9227，Corrosion tests in artificial atmospheres－Salt spray tests 

IEC 60749-26，Semiconductor devices－Mechanical and climatic test methods－Part 26: Electrostatic discharge 
(ESD) sensitivity testing－Human body model (HBM) 

ANSI/ESDA/JEDEC JS-002，ESDA/JEDEC Joint Standard For Electrostatic Discharge Sensitivity Testing－
Charged Device Model (CDM)－Device Level 

3 用語及び定義並びに略語 

3.1 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次による。 

3.1.1 
試験方法（test method） 

規格に適合していることを確認するために，カードの特性を試験する方法 

3.1.2 
機能残存（testably functional） 

破壊を招く危険性がある幾つかの試験に対して，次に示す機能が試験後に残存している状態 

a) 磁気ストライプは，試験の前後に計測される信号振幅の関係が基本規格（3.1.13）に従っている 

b) 外部端子に接続された IC は，初期応答（Answer to Reset response）が基本規格に従っている 

c) アンテナに接続された IC は，リクエスト応答信号[ATQA（タイプ A)又は ATQB（タイプ B）]

が基本規格に従っている 

d) 他の IC は，動作が定められた仕様に従っている 

e) 光メモリは，光学特性が基本規格に従っている 

注釈 1 ISO/IEC 7816-2 は，外部端子を規定している。 

注釈 2 ISO/IEC 14443（規格群）は，アンテナ，ATQA 及び ATQB を規定している。 

注釈 3 JIS X 6302（規格群）は，磁気ストライプを規定している。 

注釈 4 ISO/IEC 11693（規格群）は，光メモリを規定している。 

3.1.3 
反り（warpage） 

カード平面性におけるゆが（歪）み 

3.1.4 
エンボス凸部の高さ（embossing relief height） 
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エンボス加工によって発生する，カード表面からのエンボス凸部の高さ 

3.1.5 
剝離強度（peel strength） 

カードの構造を形成する素材について，隣接層間を分離させる力に抵抗する接着の程度 

3.1.6 
耐化学薬品性（resistance to chemicals） 

通常の化学薬品にさらされたために生じるカードの性能，及び外観の変化に対するカードの抵抗力 

3.1.7 
寸法安定性（dimensional stability） 

規定の温度及び湿度にさらされたために生じる，寸法変化に対するカードの抵抗力 

3.1.8 
粘着性又は接着性（adhesion or blocking） 

カードが積み重ねられて固着する度合い 

3.1.9 
静的曲げ強さ（bending stiffness） 

静的な曲げに対するカードの抵抗力 

3.1.10 
動的曲げ負荷（dynamic bending stress） 

カードに対して，既定の強さ及び方向で周期的に加える曲げ負荷 

3.1.11 
動的ねじり負荷（dynamic torsional stress） 

カードに対して，規定の強さ及び方向で周期的に加えるねじり負荷 

3.1.12 
デュアルインターフェイスカード，DICC（dual interface chip card） 

ICC 及び PICC の機能を組み合わせたカード又はその機能をもつもの 

3.1.13 
基本規格（base standard） 

適合性を検証するために試験方法（3.1.1）が使用される規格 

3.1.14 
静電気放電，ESD（electrostatic discharge） 

外部端子，電気的短絡又は絶縁破壊によって引き起こされる二つの帯電物間の急激な電流 

3.1.15 
静電気応力，ESS（electrostatic stress） 

静電界によって PICC 又は VICC に加えられる負荷 

3.1.16 
静電気に対する導電性，ESDC（electrostatic discharge conductivity） 

静電気放電（3.1.14）に対するカードの導電性 
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3.2 略語 

ICC JIS X 6301（規格群）で定義された IC カード 

PICC ISO/IEC 14443（規格群）で定義された近接型 IC カード又はその機能をもつもの 

VICC ISO/IEC 15693（規格群）で定義された近傍型 IC カード又はその機能をもつもの 

4 試験方法に適用する基本的な事項 

4.1 試験環境 

ほかに指定がない場合，試験は温度が 23 °C±3 °C で，相対湿度が 40 %～60 %の環境で行う。 

4.2 事前調整 

試験方法によって事前調整が必要な場合，試験する ID カードは，試験前に 24 時間，4.1 の試験環境に

なじませる。 

4.3 試験方法の選択 

試験では，関連する基本規格によって定義されたカードの特性を試験するために，必要に応じた試験を

適用する。 

4.4 既定の公差 

ほかに指定がない場合，試験装置の特性及び試験手順で試験装置の調整範囲などを表す量的な値（長さ

で表される寸法など）に対して±5 %を既定の公差として適用する。 

4.5 総合的な測定不確定性 

総合的な測定不確定性は結果とともに報告し，適合性を判断する際に考慮することが望ましい。総合的

な測定不確定性は，許容範囲の 20 %未満にすることが望ましい。ISO/IEC ガイド 98（規格群）は，総合的

な測定不確定性を決定し表現するための手引きを提供する。 

5 試験方法 

5.1 カードの反り 

5.1.1 一般 

この試験は，供試カードの反りの程度を測定することを目的とする。 

5.1.2 試験装置 

試験装置は，次のもので構成する。 

－ 平たんで剛性のある板（定盤など） 

－ ±0.03 mm の精度をもつ適切な測定装置又はゲージ 

5.1.3 試験手順 
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試験前に 4.2 に従って供試カードを事前調整し，4.1 で規定する試験環境下で試験を行う。 

供試カードを測定装置の平たんで剛性のある板の上に置く。板の上には，カードの少なくとも三つの隅

が接しなければならない（カードの反りは盤上に対して凸状とする。）。図 1 に示すように，適切な測定装

置又はゲージを使用して，カードの表面上のいかなる部分も板から最大許容反り量を超えないことを判定

する。測定装置又は計器は，カードの反りを変えてはならない。 

注記 最大変位箇所は，必ずしもカードの中心とは限らない。 
 

 

 
 記号説明 

1 測定装置又は計器 3 平たんで剛性のある板 

2 カード 
  

注記 この図は縮尺なし。 
 

図 1－反り測定装置 

5.1.4 試験報告書 

試験報告書には，カードの反りが要求事項に適合しているかどうか，また任意で反りの測定値を記録す

る。 

5.2 カードの寸法 

5.2.1 一般 

この試験は，供試カードの長辺，短辺及び厚さを測定することを目的とする。 

5.2.2 カードの厚さ測定 

5.2.2.1 試験装置 

試験装置は，平たんなアンビル並びに，直径が 3 mm～8 mm，精度 0.005 mm 及び圧力範囲が 0.1 N/mm2

～0.4 N/mm2 のスピンドルを備えたマイクロメーターで構成する。 
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5.2.2.2 試験手順 

試験前に 4.2 に従って供試カードを事前調整し，4.1 で規定する試験環境下で試験を行う。 

試験は，カードを 4 分割しそれぞれの象限で 1 か所ずつ，合計 4 か所でマイクロメーターを使って，カ

ードの厚さを測定する（分割位置は，図 2 参照）。測定は，カードの署名パネル，磁気ストライプ，端子（外

部端子付き IC カード），又はその他の突起部がない位置で行う。 

5.2.2.3 試験報告書 

試験報告書には，4 か所の測定値の最小値及び最大値を記録する。 

 

 
 記号説明 

1, 2, 3, 4 象限 
 

 
図 2－分割位置 

5.2.3 カードの長辺及び短辺寸法の測定 

5.2.3.1 試験装置 

試験装置は，次の項目が要求される。 

－ カード長辺にわたって平面度が 3.2 μm 以下の表面をもつもの 

－ 精度が 2.5 μm の測定装置 

－ 2.2 N±0.2 N の負荷 

5.2.3.2 試験手順 

試験前に 4.2 に従って供試カードを事前調整し，4.1 で規定する試験環境下で試験を行う。 

供試カードを定盤に置き，負荷をかけて平らにする。カードの長辺及び短辺寸法を測定する。長辺寸法

及び短辺寸法の最大値及び最小値を求める。 

5.2.3.3 試験報告書 
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試験報告書には，カードが基本規格に適合しているかどうかを記録し，長辺及び短辺寸法の最大値及び

最小値を記録する。 

5.3 剝離強度 

5.3.1 一般 

基本規格で規定がない限り，この方法を，JIS X 6301 で定義する剝離強度に対する適合性を決定するた

めに使用する。この試験は，供試カードの各層間の剝離強度を測定することを目的とする。 

 

5.3.2 試験装置 

試験装置は，次の項目が要求される。 

a) 鋭利なナイフ 

b) 強力な感圧粘着テープ又はクランプ装置 

c) グラフレコーダー付き引張試験機又は同等品 

d) つかみ機構 

e) 剝がす層が全体の厚さの 20 %を超える場合，次の要求を満たす接着剤又は粘着テープが付いた支持板

が必要である。 

－ 接着強度は，試験中に支持板とカードとが剝がれない程度の接着力をもたなければならない。 

－ 支持板は，測定中に曲がってはならない。 

－ 支持板の寸法は，カードの外形寸法と同等かそれ以上とする。 

例 適切な板としては，粘着テープが付いた 60 mm×90 mm×2 mm のアルミニウム支持板を使用可

能である。 

5.3.3 試験手順 

試験前に 4.2 に従って供試カードを事前調整し，4.1 で規定する試験環境下で試験を行う。 

図 3 に示すように，カードを切断するか又は層を貫く切れ目を入れ，幅 10.0 mm±0.2 mm の試験片を作

製する。 
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 記号説明 

1 試験片1 4 試験片4 
2 試験片2 5 上端基準辺 

3 試験片3 6 剝離強度試験領域 
 

 
図 3－カードの剝離強度試験に対する準備 

図 4 に示すように，鋭利なナイフを使って，コア材から約 10 mm の長さの層を剝がし，剝離させた層の

端を粘着テープで貼る又はクランプ装置で挟む。 

 
 記号説明 

1 クランプ装置を使用する又は粘着テープを貼る 3 厚い層 

2 薄い層 
  

 

注記 記号説明 1 について対応国際規格の本体では“or”であるが，図中の記号説明では“and/or”になっており

差異が生じていたため，本文に合わせて“又は”とした。 

図 4－剝離強度試試験片の準備 

測定中に剝離角度を 90°に保持できない場合は，あらかじめコア材に支持板を取り付ける。 
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図 5 に示すように，準備した試験片を引張試験機の固定具に取り付ける。 

 

 
 記号説明 

1 支持板 5 ローラー 
2 両面粘着テープ 6 ローラー間の隙間 
3 薄い層 7 力F 
4 厚い層 

  
 

 
図 5－引張試験機に取り付けた試験片 

300 mm/min の引張速度で引張試験機を操作し，力 F を単位ニュートン（N）で測定する。 
図 6 に示すように，最初及び最後の 5 mm の部分並びに長さ 1 mm 未満の剝離強度測定値（スパイク）

を除外し，最小の剝離力値をもつ試験片を見つける。剝離した層の幅が 10 mm 未満（例えば，IC の外部

端子領域）のものは，試験片領域から剝離力の結果を除外する。 

剝離測定した最小剝離力を試験片幅で除し，これを剝離強度として記録する。最も低い剝離強度の値を

カードの剝離強度として記録する。 
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 記号説明 

1 測定対象外領域 4 最小値 

2 スパイクとみなさない領域の長さ 5 測定領域 

3 スパイク     
 

 
図 6－力図記録の例 

5.3.4 試験報告書 

試験報告書には，剝離強度のほか，試験片番号を記録する。また，記録した最小値の位置を明確に示す

グラフ記録も添付する。さらに，破れが発生したかどうかについても，記録する。 

注記 剝離が不可能で，試験ができなかった場合，それを記録することが可能である。 

5.4 カード端部を含む剝離強度 

5.4.1 一般 

基本規格で規定がない限り，この方法を，JIS X 6301 で定義する剝離強度に対する適合性を決定するた

めに使用してはならない。この試験は，供試カード端部の各層間の剝離強度を測定することを目的とする。

さらに，この試験は，カード中央の剝離強度も測定することができ，その場合，5.3 を使い測定する代わり

に，カード中央で得られた値を使用してもよい。 

5.4.2 試験装置 

測定装置は，次の項目が要求される。 

a) 鋭利なナイフ 

b) 強力な感圧粘着テープ又はクランプ装置 

c) グラフレコーダー付き引張試験機又は同等品 

d) 次の要求事項を満たす支持板 

－ 板の仕様は，試験中に板とカードとが剝がれないものとする。 
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－ 板及び試験片は測定中に曲がってはならない。 

－ 板の幅は，準備した試験片の幅以上とし，板は，少なくとも試験片の長さにスペーサーの長さを加

えた長さ以上とする。 

－ 試験片と同等の厚さのスペーサー，又は半分にしたカードは，図 7 に示すように，試験片の終端の

直後に配置する。 

及び，次のいずれかとする。 

－ スペーサーと試験片又は半分にしたカードとは，互いに接していなければならない。 

－ 支持板は，板及び試験片の組立が剝離方向に対して 90°の角度で保持するように，試験片の端に沿

ってガイドレールを設ける。ガイドレールを図 8 に示す。 

 
 記号説明 

1 支持板 4 両面粘着テープ 

2 試験片 5 剝離方向 

3 スペーサー 6 試験片（半分にしたカード） 
 

 
図 7－支持板（上面図及び側面図） 

注記 1 カード端部の剝離試験の不安定な剝離力プロット（記録された測定値）は，試験中にカード端

部に対してスペーサー及び試験片（半分にしたカード）を使用しない場合，又は支持板への接

着が不十分で，カードの剝離力によって端部が曲がる場合に生じる可能性がある。 
 

 
 記号説明 

1 ガイドレール付き支持板 3 両面粘着テープ 

2 試験片     
 

 
図 8－ガイドレール（端面図） 
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注記 2 剝離強度試験領域に干渉するクランプ装置の仕様によっては，試験片（図 9 参照）の位置が制

限される。 

5.4.3 試験手順 

5.4.3.1 一般 

試験前に 4.2 に従って供試カードを事前調整し，4.1 で規定する試験環境下で試験を行う。 

図 9 に示すように，カードを切断するか又は層を貫く切れ目をいれ，10.0 mm±0.2 mm の試験片を作製

する。 
 

 
 記号説明 

1 試験片1 4 試験片4 
2 試験片2 5 上端基準辺 

3 試験片3 6 剝離強度試験領域 
 

 
図 9－カードの剝離強度試験に対する準備 

図 10 に示すように，鋭利なナイフを使用して，コア材から約 10 mm の長さの層を剝がし，剝離させた

層の端を粘着テープで貼る及び／又はクランプ装置で挟む。 
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 記号説明 

1 クランプ装置を使用する及び／又は粘着テープを貼る 3 厚い層 
2 薄層 

  
 

 
図 10－剝離試験片の準備 

図 11 に示すように，支持板及び準備した試験片を引張試験機の固定具に取り付ける。 

 
 記号説明 

1 支持板 5 ローラー 

2 両面粘着テープ 6 ローラー間の隙間 

3 薄い層 7 力F 
4 厚い層 8 スペーサー又は半分にしたカード 

 

 
図 11－引張試験機の試験片及び支持板の取付け 

300 mm/min の引張速度で引張試験機を操作し，力 F を単位ニュートン（N）で求める。 

注記 試験中に層が破れた場合，又は結果のグラフに図 12 で示すように隣接する正及び負のスパイク

が含まれている場合，試験を 50 mm /min で行い，これらの影響を軽減することが可能である。異

なる剝離速度間の結果は，直接比較できない可能性がある。適合性の試験は，300 mm/min で行う。 
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 記号説明 

1 測定距離 2 力F 
 

 
図 12－隣接する負及び正のスパイクの例 

図 13 に示すように，最初の 5 mm の落ち込み及び長さ 1 mm 未満のスパイクを剝離力の結果の考察から

除外する。剝離した層の幅が 10 mm 未満（例えば，IC 外部端子の領域）のものは，試験片領域から剝離力

の結果を除外する。 

5.4.3.2 カード端部の剝離強度 

図 13 の端部領域（記号 5 の右側の 5 mm）に示すように，端部（図 13 の右端）から 5 mm の位置とカー

ドの端部（図 13 の右端）との間の剝離力グラフを使用して，カード端部の剝離強度を測定する。 

注記 図 13 に示記号 1 は測定除外領域であり，記号 5 はカード中央部剝離強度の測定領域である。こ

のため，記号 5 の右側の 5 mm が測定対象である。 

測定した力を試験片の幅（mm）で除し，これを端部領域の剝離強度として N/mm で記録する。 

5.4.3.3 カード中央部剝離強度 

利用できる場合は，図 13 の中央部に示すように，記録開始から 5 mm の位置とカードの端部から 5 mm
の位置との間の剝離力グラフを使用し，カード中央部の剝離強度を決定する。 

注記 5.4.3.1 には剝離した層の幅が 10 mm 未満（例えば，IC の外部端子領域）のものは，試験片領域か

ら剝離力の結果を除外すると記載されている。 

測定した力を試験片の幅（mm）で除し，これを中央領域の剝離強度として N/mm で記録する。 
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 記号説明 

1 測定対象外領域 4 最小値 

2 スパイクとみなさない領域の長さ 5 測定領域 

3 スパイク 
 

  
 

 
図 13－剝離力グラフの記録例 

図 13 に示す寸法は，カード上での寸法である。 

5.4.4 試験報告書 

試験報告書には，剝離強度のほか，試験片番号を記録する。記録した最小の位置を明確に示すグラフ記

録も添付する。さらに，破れが発生したかどうかについても，記録する。 

注記 剝離が不可能で，試験ができなかった場合，それを記録することが可能である。 

5.5 耐化学薬品性 

5.5.1 一般 

この試験は，供試カードに対する様々な化学的溶液の悪影響を評価することを目的とする。 

5.5.2 試薬 

5.5.2.1 一般 

未使用かつ劣化していない基礎化学品及び混合物に関しては，優良試験所基準（GLP）を適用すること

が望ましい。 

5.5.2.2 短期試験用溶液 
表 1－短期試験用溶液 

試験用溶液 
質量分

率 
試薬名 化学式 

最低純度 

% 
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% 

5.5.2.2.a 
塩水溶液 

5.00 塩化ナトリウム NaCl 98.0 

95.00 水c) H2O 99.9 

5.5.2.2.b 
模擬ビネガー溶液 

5.00 酢酸 CH3COOH 99.0 

95.00 水c) H2O 99.9 

5.5.2.2.c 
模擬軟水 

5.00 炭酸ナトリウム Na2CO3 99.0 

95.00 水c) H2O 99.9 

5.5.2.2.d 
模擬アルコール飲料 

60.00 エチルアルコールb)
 CH3CH2OH 93.0 

40.00 水c) H2O 99.9 

5.5.2.2e 
砂糖水溶液 

10.00 スクロース C12H22O11 98.0 

90.00 水c) H2O 99.9 

5.5.2.2.f 
試験用B液） 

65.00 2,2,4トリメチルペンタン
a) 

(CH3)2CHCH2C(CH3)3 98.0 

35.00 トルエン C6H5CH3 98.0 

5.5.2.2.g 
模擬不凍液 

50.00 エチレングリコール HOCH2CH2OH 98.0 

50.00 水c) H2O 99.9 

注 a) イソオクタンとも呼ばれる。 
注 b) 変性アルコール（娯楽での飲用を抑えるため有害，悪味，悪臭，又は吐き気を催す添加物を加えたエタノー

ル）を使用してはならない。 
注 c) 蒸留水又は ISO 3696 に定義されている純度等級 3 の水を使用する。 

 

5.5.2.3 長期試験用溶液 

a) 塩水噴霧 

b) 人工汗液 

1) アルカリ性溶液 

2) 酸性溶液 

表 2－長期試験用溶液 

測定溶液 
質量分率 

％ 
化学的特性 化学式 

最低純度 

% 

5.5.2.3.a 
塩水噴霧 

基準 ISO 9227 参照，中性塩水噴霧（NSS）条件 

5.5.2.3.b.1 
アルカリ性人工

汗液（選択肢

1）a)  

0.05 l-ヒスタジン塩酸塩一水和物 C6H9O2N3·HCl·H2O 98.0 

0.50 塩化ナトリウム NaCl 98.0 

0.50 
オルトリン酸水素二ナトリウ

ム十二水和物 
Na2HPO4・12H2O 98.0 

98.95 水b) H2O 99.9 

pHが8.00±0.25に
なるように十分な

0.1 mol水酸化ナト

0.1 mol水酸化ナトリウム溶液 NaOH *** 
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リウムを加える。 

又は 

5.5.2.3.b.1 
アルカリ性人工

汗液（選択肢

2）a)  

0.05 L-ヒスタジン塩酸塩一水和物 C6H9O2N3·HCl·H2O 98.0 

0.50 塩化ナトリウム NaCl 98.0 

0.25 
オルトリン酸水素二ナトリウ

ム二水和物 
Na2HPO4・2H2O 98.0 

99.2 水b) H2O 99.9 

pHが8.00±0.25
になるように十分

な0.1 mol水酸化ナ

トリウムを加え

る。 

0.1 mol水酸化ナトリウム溶液 NaOH *** 

5.5.2.3.b.2 
酸性人工汗液 

0.05 L-ヒスチジン塩酸塩一水和物 C6H9O2N3·HCl·H2O 98.0 

0.50 塩化ナトリウム NaCl 98.0 

0.22 オルトリン酸二水素ナトリウ

ム二水和物 
NaH2PO4・2H2O 98.0 

99.23 水b) H2O 99.9 

pHが5.50±0.25
になるように十分

な0.1 mol水酸化ナ

トリウムを加え

る。 

0.1 mol水酸化ナトリウム溶液 NaOH *** 

*** 0.1 mol水酸

化ナトリウム溶

液c) 

0.40 水酸化ナトリウム NaOH 99.0 

99.60 水b) H2O 99.9 

注 a) 成分が水に分解されると，両方のアルカリ性人工汗液はいずれも同じ化学的溶液を形成する。この表の処方に

従って，いずれかの水和物型のオルトリン酸水素二ナトリウムの使用が許可される。 
注 b) 蒸留水又は ISO 3696 に定義されている純度等級 3 の水を使用する。 
注 c) 0.1 mol 水酸化ナトリウム溶液は人工汗液の pH 調整をするための溶液であり，試験用溶液ではない。 

人工汗液は，既定環境下で保存されている場合は 1 週間以上経過していないものとし，10°C 未満で保存

される場合は 30 日以上経過していてはならない。 

5.5.3 試験手順 

5.5.3.1 一般 

個々の試験ごとに異なる供試カードを使用する。 

試験前に 4.2 に従って供試カード及び化学的溶液を事前調整し，4.1 で規定する試験環境下で試験を行

う。 

試験前に各カードの外観を確認するため，目視検査を行い，その結果を記録する。 

基本規格が要求する試験前測定を行う。 
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磁気ストライプ付きカードでは，Imin の試験記録電流を使用し，20 磁束反転/mm（又は基本規格が要求す

る試験記録電流及び磁束反転密度）で各供試カードを記録し，信号振幅を読み取り，試験報告書に記録す

る。 

5.5.2.2 及び 5.5.2.3 に示す短期試験用又は長期試験用溶液にカードを浸す。 

試験用燃料油（B 液）（5.5.2.2.f）から取り出した後，直ちにカードに残っている液を吸収性ティシュで

拭き取り，15 分以上乾燥させる。 

短期試験用又は長期試験用溶液から取り出した後，直ちにカードに残っている液を蒸留水又は純度等級

3 の水で洗浄し，吸収性ティシュで拭き取る。この清掃手順は，他の規格で定義される清掃手順より優先

される。 

試験後調整として，4.1 で規定した試験環境で供試カードを 24 時間放置する。 

基本規格が要求する試験後の測定は，試験後の調整完了後 24 時間以内に行う。 

磁気ストライプ付きカードでは，試験前測定に使用した装置で，試験後の調整完了後 24 時間以内に信号

振幅を読み取り，試験開始時に得られた振幅と比較する。 

試験後調整の完了後 24 時間以内にカードを目視検査して，外観に及ぼした試験の影響を調査し，その結

果を記録する。 

5.5.3.2 短期試験用溶液 

表 1 に列記した溶液類を 20 °C～26 °C の温度に保持し，その一つに供試カードを 1 分間浸す。 

注記 “その一つに”とは，それぞれの溶液に対して，個々に供試カードを浸すことを意味する。 

5.5.3.3 長期試験用溶液 

5.5.3.3.1 塩水噴霧 

ISO 9227 で規定されている機器及び手順を用いて，供試カードを中性の塩水噴霧に 24 時間さらす。 

外部端子付きカードの場合は，機能残存（3.1.2 参照）かどうかを確認し，外部端子の表面抵抗を測定す

る。表面抵抗が基本規格に適合している場合，5.5.3.3.2 は必要ない。 

5.5.3.3.2 塩水噴霧試験後の追加清掃(必要な場合） 

5.5.3.3.1 で測定した表面抵抗が 500 mΩ～1 Ω の場合，炭酸カルシウムフィラーを含むソフト白色 PVC ベ

ースの消しゴム（Staedtler Mars 526 50 等）を使用して追加の清掃を行ってもよい。追加清掃後，基本規格

に適合しているかどうか，外部端子の表面抵抗を再測定する。 

注記 消しゴムを使用した清掃は，カードの機能に影響することがある。これは不適合に該当しない。 

5.5.3.3.3 人工汗液 

表 2 に列記した人工汗液類を 20 °C～26 °C の温度に保持し，その一つに供試カードを 24 時間浸す。 

注記 “その一つに”とは，それぞれの溶液に対して，個々に供試カードを浸すことを意味する。 

5.5.4 試験報告書 
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試験報告書には，試験終了後にカードが試験可能な機能残存（3.1.2 参照）かどうかを記録し，次の結果

を記録する。 

— 基本規格が要求する試験前及び試験後の結果 

— 目視検査結果 

注記 塩水噴霧試験の場合，この試験によって外部端子に目に見える汚れが生じることがある。表面抵

抗及び機能性の要求事項が満たされている限り，これはカードの機能的問題ではなく，単に外観

的なものである。塩水噴霧試験後の表面要求事項による適合性判定は，この規格の適用範囲内で

はない。 

5.6 カードの温度及び湿度に対する寸法安定性及び反り 

5.6.1 一般 

この試験は，指定された環境温度及び湿度下にカードを放置したとき，供試カードの寸法及び平面性が

基本規格に適合するかを確認することを目的とする。 

注記 湿度の影響は，試験期間が長くても観測され得ることに注意が必要である。 

5.6.2 試験手順 

試験前に，4.2 に従って供試カードを事前調整する。 

供試カードを水平面に置き，次の環境順でそれぞれ 60 分間放置する。 

1) −35 °C±3 °C 

2) +50 °C±3 °C 及び 95 %rh±5 %rh 

連続で放置した後，供試カードを 4.1 で規定する既定試験環境に戻し，この環境に 24 時間放置してか

ら，カードの幅，高さ，厚さ及び反りを測定する。 

5.6.3 試験報告書 

試験報告書には，供試カードの寸法及び反りの測定値を各環境条件ごとに記録する。 

5.7 粘着性又は接着性 

5.7.1 一般 

この試験は，エンボス加工のない供試カード（仕上げ済みカード）を積み重ねたときの有害な影響を評

価することを目的とする。 

5.7.2 試験手順 

試験前に 4.2 に従って，エンボス加工のない供試カードを事前調整する。 

各カードが手で容易に分離できるかどうかを確認する。 

5 枚のカードを一組とし，全てのカードを同じ方向にそろえ，カードの裏面を下に向けて，積み重ねる。

一番上のカードの表面に 2.5 kPa±0.13 kPa の均一な力を加える。 

積み重ねたカードを 40 °C±3 °C，40 %rh～60 %rh に保持じた環境に 48 時間放置する。 
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48 時間後，積み重ねたカードを 4.1 の既定試験環境に戻し，各カードが手で容易に分離できるかどうか

を直ちに確認する。 

各カードが次の程度も含めて，試験によって劣化が見られるかどうかを確認する。 

－ 表面層の剝離 

－ 退色又は転色 

－ 表面仕上げの変化 

－ あるカードから隣接するカードへの物質の転移 

－ 試験前のカードの外観と比較したときのカードの変形 

5.7.3 試験報告書 

試験報告書には，事前調整後及び試験環境に放置した後，カードが容易に分離したかどうかを記録する。

また，何らかの劣化の兆候が見られたかどうかも記録する。劣化が発見された場合は，その性質及び程度

も記録する。 

5.8 曲げ強さ 

5.8.1 一般 

この試験は，供試カードの曲げ強さが基本規格に規定されている限度内にあるかどうかを評価すること

を目的とする。 

5.8.2 試験手順 

試験前に 4.2 に従って供試カードを事前調整し，4.1 で規定する試験環境下で試験を行う。 

図 14 に示す試験装置を使用して，供試カードのおもて面を上に向け，左側全体を固定するように取り付

ける。 

h1 を測定する（図 14 参照）。 

カードの右側 3 mm 以内の領域全体に 0.7 N の負荷（F）を 1 分間加える。 

h2 を測定する（図 15 参照）。 

負荷（F）を取り去る。 

1 分後，h3 を測定する（図 16 参照）。 
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 記号説明 

1 固定端からカードまでの長さ 3 カードの固定 
2 固定部の半径 4 カード下端から底面までの高さ（h1） 

 

 
図 14－カードに負荷をかける前の状態 

 

 
 記号説明 

1 負荷 
  

2 カード下端から底面までの高さ（h2） 
  

 

 
図 15－カードに負荷をかけている間の状態 
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 記号説明 

1 カード下端から底面までの高さ（h3） 
  

 

 
図 16－カードへの負荷を取り去った後の状態 

5.8.3 試験報告書 

試験報告書には，h1，h2 及び h3 の測定値の他，負荷をかけたときのたわみ量（h1－h2）及び，負荷をかけ

た後と元の状態とを比較した変形（h1－h3）を記録する。 

5.9 動的曲げ負荷 

5.9.1 一般 

この試験は，供試カードの曲げによる機械的又は機能的な悪影響を判定することを目的とする。 

注記 静的曲げ強さの変形量が 13 mm 未満の場合，動的曲げ負荷試験が試験装置を損傷する可能性があ

る。 

5.9.2 試験装置 

試験時に動的曲げ負荷をカードにかけるために使用する装置を，図 17 に示す。 

装置の移動部は，0.5 Hz の周波数で正弦波状に移動しなければならない。 
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 記号説明 

1 カードの長辺又は短辺 7 ブロックの角度（β） 
2 移動ブロック 8 任意のカード受け部 
3 固定ブロック 9 カード受け部の幅 
4 最小たわみ（dv）の位置でのブロック切り欠き頂点間の

間隔 
10 ブロック切り欠き最上部までの高さ 

5 最大たわみ（dw）の位置でのブロック切り欠き頂点間の

間隔 
11 ブロック切り欠き頂点までの幅 

6 ブロックの角度（α） 12 ブロック切り欠き頂点及びカード受け部の高さ 
注記 1 6 及び 7 の角度は，次のいずれかとし，許容角度は±2°とする。 

α 及び β=30° 
α 及び β=45° 
α=30°及び β=45° 
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注記 2 図中の下線及び側線は対応国際規格の明らかな間違いであるため修正をした。 
 

図 17－動的曲げ試験装置 

注記 1 試験装置の寸法は，この規格の旧版カードの変形量と同等になるよう設計されている。 

この規格の旧版に従って製造された装置は，2022 年まで使用してもよい。 

注記 2 ブロックのカード受け部は任意であり，下限を下回るサイズのカードが下方向に曲がらないよ

うに設計されている。 

5.9.3 校正方法 

この校正法は，カードたわみの最大点におけるカード負荷を標準化することを目的とする。テストラボ

間でのカードのたわみ及び負荷を標準化する意図は，この規格の旧版と一貫性を保つことにある。 

校正方法は，次を確認することによって行う。 

－ カードのたわみ量が最小となる位置でのブロック切り欠き頂点間の間隔：dv 

－ カードのたわみ量が最小となる位置でのブロック切り欠き頂点間の間隔とカードのたわみ量が最大と

なる位置でのブロック切り欠き頂点間の間隔との差：dv－dw 

カードのたわみ量が最小となる位置でのブロック切り欠き頂点間の間隔，及びカードのたわみ量が最大

となる位置でのブロック切り欠き頂点間の間隔の差は，表 3 及び表 4 を使用する。 

注記 1 例えば、図 18 に定義する A 軸に沿った曲げ負荷を試験する場合には，表 3 が用いられる。試

験装置の α 及び β の角度がそれぞれ 30 度である場合のブロックの位置は，初めに“カードのた

わみ量が最小となる位置でのブロック切り欠き頂点間の間隔（mm）dv（図 17 の 4）”が 85.56 
mm になるように設定され，“カードのたわみ量が最小となる位置でのブロック切り欠き頂点間

の間隔とカードのたわみ量が最大となる位置でのブロック切り欠き頂点間の間隔との差（mm）

dv-dw（図 17 の 4 と 5 との差）”が 11.19 mm になるように設定される。同様に，図 18 に定義す

る B 軸に沿った曲げ負荷を試験する場合には，表 4 が用いられる。 

表 3－A 軸に沿った曲げ（長辺曲げ）寸法 

 

カードのたわみが最小となる位置

でのブロック切り欠き頂点間の間

隔（mm） 
dv 

カードのたわみが最小となる位置

でのブロック切り欠き頂点間の間

隔とカードのたわみ量が最大とな

る位置でのブロック切り欠き頂点

間の間隔との差（mm） 
dv-dw 

α=β=30 85.56 11.19 

α=β=45 85.88 11.51 

α=30, β=45 85.68 11.31 

許容差 ±0.05 ±0.40 

 

表 4－B 軸に沿った曲げ（短辺曲げ）寸法 
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カードのたわみが最小っとなる位

置でのブロック切り欠き頂点間の

間隔（mm） 

dv 

カードのたわみが最小となる位置

でのブロック切り欠き頂点間の間

隔とカードのたわみが最大となる

位置でのブロック切り欠き頂点間

の間隔との差（mm） 

dv-dw 

α=β=30 54.11 3.89 

α=β=45 54.43 4.21 

α=30, β=45 54.23 4.01 

許容差 ±0.05 ±0.20 

注記 2 表 3 及び表 4 は，表内全てのブロックの角度（α，β）に対して同等のカード曲げ量を確保する

ために使用される。これらは，基本規格の公称厚さに適合したカードであり，ブロックが完全

に開いた位置にあるときには，カードの中心はブロック切り欠きの頂点に位置し，カードが最

大たわみの状態にあるときには，カードの面に対して直角をなす端部がブロック切り欠きの頂

点にスライドするという仮定に基づいている。 

5.9.4 試験手順 

試験前に 4.2 に従って供試カードを事前調整し，4.1 で規定する試験環境下で試験を行う。 

カードが機能残存（3.1.2 参照）かどうかを確認する。 

供試カードを図 17 に示す試験機のブロックの間に置き，A 軸に沿ってカード長辺が湾曲して曲げが行

われるように位置決めする（図 18 参照）。外部端子付き IC カードのときは，最初に端子のある面を上にす

る。 

装置は，セットごとに曲げサイクルの終了時にカードたわみ量が最小になる位置で停止する。 

注記 1 セットとは 250 回の曲げを 1 セットとしている。 

基本規格で規定する総曲げ回数の 1/4,又は総曲げ回数が規定されていない場合には，250 回曲げる。 

カードの反対側の面が上側となり，A 軸に沿ってカードの長辺が湾曲して曲げが行われるように，カー

ドを再配置する。 

上記と同じ回数曲げる。 

カードの元の面が上側になり，B 軸に沿ってカードの短辺が湾曲して曲げが行われるようにカードを配

置し（図 18 参照），試験機をリセットする。外部端子付き IC カードのときは，最初に端子のある面を上側

にするのがよい。 

上記と同じ回数曲げる。 

注記 2 対応国際規格では，カードの反対面を上側にする前の曲げる旨の指示が抜けていたが，国際コ

ンビーナに確認した結果，対応国際規格の誤りであることが確認できたため，追記した。 

カードの反対の面が上側となり，B 軸に沿ってカードの短辺が湾曲して曲げが行われるようにカードを

再配置する。 

上記と同じ回数曲げる。 
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試験の終了時にカードが機能残存（3.1.2 参照）かどうかを確認する。また，これは適宜試験の途中でも

確認してもよい。 

2 セットの曲げ，及び 1 セットの曲げ後の機能残存確認は，曲げ終了後 1h 以内に行わなければならな

い。 

アンテナとカード内部の IC との相互接続の信頼性の評価が望まれる場合，曲げサイクル後の評価は全

ての欠陥を明らかにしない可能性があることに注意することが望ましい。 

注記 3 2 セットの曲げサイクルの間隔を 1h に制限する目的は，カードに対する損傷の可能性から回復

する確率を低減し，結果の一貫性を向上させるためである。 

 
 記号説明 

1 A軸 2 B軸 
 

 
図 18－軸の定義 

5.9.5 試験報告書 

試験報告書には，試験の終了時に機能残存（3.1.2 参照）かどうかを記録する。 

5.10 動的ねじり負荷 

5.10.1 一般 

この試験は，供試カードにねじり負荷を繰り返し与えることによって発生する機械的又は電気的な悪影

響を評価することを目的とする。 

5.10.2 試験装置 

試験時に動的ねじり負荷をカードに加えるために使用する装置を，図 19 に示す。 
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装置は，図 20 に示すように，所定の限界角度まで正弦波状にねじり負荷を変化させる。 

 

 
 記号説明 

1 ガイドレール 5 カード保持溝の厚さ 
2 ねじり角度 6 カード保持溝の深さ 
3 ガイドレール間の間隔（d）   
4 カード 

  
 

 
図 19－ねじり試験機 

5.10.3 試験手順 

試験前に 4.2 に従って供試カードを事前調整し，4.1 で規定する試験環境下で試験を行う。 

供試カードは，二つのガイドレールの溝に緩やかに保持し，間隔 d を調整してカードの短辺が中心位置

（図 19 の一点鎖線）に対して±α までの角度で相対的にねじれるように，図 19 に示すねじり試験機に位置

決めする。 

試験周波数を 0.5 Hz，ねじり角度 α を 15°±1°に設定し，基本規格で規定するねじりサイクル数，又はね

じりサイクル数が規定されていない場合は 1 000 回のねじりサイクルを行う。 

試験の開始時及び終了時に供試カードが機能残存（3.1.2 参照）かどうかを確認する。また，確認作業は，

基本規格で規定するねじりサイクル数の 1/4 を終了した後に行ってもよい。 
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 記号説明 

1 1ねじりサイクル     
 

 
図 20－力サイクル関数 

5.10.4 試験報告書 

試験報告書には，試験の終了時に機能残存（3.1.2 参照）かどうかを記録する。 

5.11 不透過度 

5.11.1 一般 

この試験は，供試カードの基本規格で規定される領域の不透過度を，光源と受光素子との間の透過光の

減衰によってカードの有無を検出する装置に使用されている代表的な二つの赤外（IR）波長で，評価する

ことを目的とする。 

注記 この規格の発行時点で，最も一般的な赤外（IR）光源は，GaAlAs［ガリウムアルミニウムひ（砒）

素］又は GaAs［ガリウムひ（砒）素］発光ダイオード（LED）であり，それぞれ 860 nm 及び 950 
nm の波長で最大の赤外光を出力する。 

5.11.2 試験装置 

試験装置は，次のもので構成する。 

a) 表 5 に示す特性をもつ赤外 LED 光源及び受光素子 

表 5－装置仕様 
 波長 

 近赤外領域 遠赤外領域 

最小LED発光放射束（mW） 50 50 

LEDピーク発光波長（nm） 860±10 950±10 

最大LEDスペクトル半値幅（nm） 50 50 

受光素子感度公称ピーク波長（nm） 900 900 

b) 図 21 に示す赤外線（IR）LED 及び受光素子の両方に開口部を備えた赤外（IR）光を遮光する材料 
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 記号説明 

1 赤外LED 4 カード 
2 赤外光遮光材 5 赤外光遮光材間の距離 
3 開口部の直径 6 受光素子 

 

 
図 21－赤外 LED 及び受光素子配置図 

c) 赤外 LED 及び受光素子を，±0.25 mm 以内及び円すい（錐）角±5°以内の直線上に配置し，外乱光

を遮光するのに適した設置（詳しくは図 22 参照） 

 

 
 記号説明 

1 赤外LED 3 赤外 LED，受光素子の位置 
2 受光素子 4 円すい（錐）角 

 

 
図 22－赤外 LED 及び受光素子の詳細位置 

d) 図 23 に示すような，受光素子に流れる電流を測定するための光源（LED）を制御する回路 
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 記号説明 

R1 抵抗器 
L1 赤外 LED 
D1 受光素子 
M1 電流計 

 

 

図23－不透過度測定回路図(二つの波長に適用) 

赤外 LED に流れる順電流（IF）が最大定格の 90 %を超えないように，抵抗値を設定する。赤外 LED と

受光素子との間に何も存在しないときの受光素子の電流値は，5 mA～15 mA が望ましい。 

5.11.3 試験手順 

5.11.3.1 一般 

基本規格で定義されている不透過度基準 ORM7810 を，LED と受光素子との間の，受光素子に最も近い

部分に設置する。受光素子に流れる電流を Iref として記録する。不透過度基準 ORM7810 を移動させ最小電

流値を測定し，校正する。校正完了後，不透過度基準を取り除く。 

注記 不透過度基準 ORM7810 は，Eclipse Laboratories Inc，1025 North Hwy 3，Northfield，MN 55057，
U.S.A.＜www.eclipselaboratories.com＞から入手可能である。 

5.11.3.2 測定 

試験前に 4.2 に従って供試カードを事前調整し，4.1 で規定する試験環境下で試験を行う。 

LED と受光素子との間の，受光素子に最も近い部分に供試カードを設置する。 

LED と受光素子との間でカードを移動させ，それぞれの LED 波長ごとに，基本規格で規定されるカー

ドの領域（基本規格の図 2 の領域 C 及び領域 D を除く。）内で，受光素子の電流を測定し，最大電流 Icard

を特定する。 

モータ搬送型装置でカードを測定する場合は，個別の測定点間の距離は，試験装置の開口直径の半分以

下とするのが望ましい。連続検出を行う場合の速度は，開口直径を測定装置の応答時間で除した値の 0.05
倍未満とするのが望ましい。 

5.11.3.3 試験報告書 

試験報告書には，それぞれの波長に対する Iref の最小値及び Icard の最大値を記録する。 
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5.12 耐 X 線性 

5.12.1 一般 

この試験は，供試カードを X 線にさらした場合に生じるあらゆる悪影響を評価することを目的とする。 

5.12.2 試験手順 

試験前に 4.2 に従って供試カードを事前調整し，4.1 で規定する試験環境下で試験を行う。 

カードの両面を，タングステン製アノードを使用した，加速電圧 100 kV の X 線照射に，規格で定めら

れた線量までさらす。 

さらした後，カードが機能残存（3.1.2 参照）のままであることを確認する。 

5.12.3 試験報告書 

試験報告書には，試験終了後に機能残存（3.1.2 参照）かどうかを記録する。 

5.13 エンボス文字の高さ 

5.13.1 一般 

この試験は，JIS X 6302-1 で定義されている，供試カードにおける総高さ（カードの裏面からエンボス

文字の最高点までの高さ）及びエンボス文字の盛り上がり高さを測定することを目的とする。 

5.13.2 試験装置 

試験装置は，平たんなアンビル並びに，直径が 3 mm～8 mm，精度 0.005 mm 及び圧力範囲が 0.1 N/mm2

～0.4 N/mm2 のスピンドルを備えたマイクロメーターで構成する。 

5.13.3 試験手順 

試験前に 4.2 に従って供試カードを事前調整し，4.1 で規定する試験環境下で試験を行う。 

マイクロメーターを使用して，任意の 1 文字のエンボス高さを測定する。 

文字の盛り上がり高さを，直接測定したカードの総高さの値から，対応する象限で測定した（図 2 参照）

カードの厚さを差し引くことによって，算出する。 

5.13.4 試験報告書 

試験報告書には，カードの総高さ及び各文字の盛り上がり高さを記録する。 

5.14 耐熱性 

5.14.1 一般 

この試験は，カードの構造が要求温度にさらされている間，基本規格の要求事項内で安定しているかど

うかを評価することを目的とする。カード完成体の耐熱性は，指定する温度にさらした後，そのカードの

変形を測定することによって求める。 

指定する温度を基準としたカードの変形（Δh）は，カードを試験装置に入れ，カードのおもて面を上向



32 
X 6305-1：0000 (ISO/IEC 10373-1：2020) 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

きに置いた場合の測定値（ΔhF）と，裏面を上向きに置いた場合の測定値（ΔhB）との二つの結果のいず

れか大きい値とする。 

5.14.2 試験装置 

試験装置は，次のもので構成する。 

－ 規定する温度及び湿度に対応した恒温恒湿槽又は換気式恒温槽 

－ 供試カードを確実に固定できる試験装置（図 24 参照）。 

注記 26 °C を超える温度において規定の試験環境で操作される換気式の恒温槽は，自動的に相対湿度

が 60 %rh 未満になる。 

5.14.3 試験手順 

試験前に 4.2 に従って供試カードを事前調整し，4.1 で規定する試験環境下で試験を行う。供試カードの

おもて面を上向きにして，短辺全体に沿ってつかむように供試カードを試験装置に固定する。外部端子付

き IC カードについては，外部端子が試験装置のカード保持部の反対側になるように固定する。図 24 に示

す h1 を測定する。 

 
 記号説明 

1 カード保持部からカード端までの長さ 3 カードの固定 
2 カード保持部の面取り半径 4 試験装置底面からカード下端までの高さ（h1） 

 

 

図24－温度の影響を受ける前の試験装置内のカード 

カードを固定した試験装置を基本規格で規定される温度及び湿度条件で 4 時間，恒温恒湿槽又は換気式

恒温槽に放置する。供試カードが恒温恒湿槽又は換気式恒温槽内の著しい気流から保護されていることを

確認する。 

恒温恒湿槽又は換気式恒温槽への放置終了後，カードを固定した試験装置を恒温恒湿槽又は換気式恒温

槽から取り出す。4.1 に規定する試験環境で 30 分以上放置した後，図 25 に示す h2 を測定する。 
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 記号説明 

1 試験装置底面からカード下端までの高さ（h2） 
  

 

 
図 25－温度の影響を受けた後の試験装置内のカード 

ΔhF は，次の式によって計算する。 

ΔhF=h1-h2 

品質が同じ別のカードを用いて，裏面を上にして固定し，これまでの手順を全て繰り返し，ΔhB は，次

の式によって計算する。 

ΔhB=h1-h2 

たわみの最大値Δh は，次の式によって計算する。 

Δh=Maximum（|ΔhF|,|ΔhB|) 

層間剝離又は変色がないか，カードを目視で検査する。 

5.14.4 試験報告書 

試験報告書には，たわみの最大値Δh，供試カードに層間剝離及び変色が見られたかどうかを記録する。 

5.15 表面のわい（歪）曲，盛り上がり，及びへこ（凹）み領域 

表面のわい（歪）曲，盛り上がり及びへこ（凹）み領域（エンボス文字を除く。）は，JIS X 6305-2 の磁

気ストライプ盛り上がり高さ及び断面形状に示されているものと同じ装置及び手順で，測定する。 

6 ICC の試験方法 

6.1 外部端子付き ICC の電気計測の規則 

電位差は，ICC の GND 端子を基準に定義され，ICC に流れる電流を正とする。 

6.2 外部端子付き ICC の試験装置 

6.2.1 既定の ICC 保持器，基準軸及び既定の測定位置 
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試験手順で要求される場合，ICC は，次に規定する既定の測定位置に置かなければならない。 

既定の測定位置とは，ICC を ICC 保持器に配置し重し板で平らな状態に置くことである。この既定の測

定位置を使用する全ての測定は，図 26 で規定する基準軸に関連付ける。 

6.2.2 既定 ICC 保持器及び基準軸 

既定 ICC 保持器は，図 26 に従う。 

 
 記号説明 

1 金属製円柱 5 原点O 
2 原点Oと円柱T2の中心線までとの距離 6 基準軸X 
3 原点Oと円柱T1の中心線までとの距離 7 基準軸Y 
4 原点Oと円柱Lの中心線までとの距離 8 水平グリッド板 

 L，T1 及び T2 は，表面粗さ Ra<5μm の定盤に取り付けられた，直径 5 mm±0.1 mm 及び表面粗さ Ra<5μm 
の金属製円柱とする。 

 

 

図26－ICC保持器 

6.2.3 重し板 

重し板は，図 27 に従うものとし，かつ，2.2 N±0.2 N の力をカード表面に加える。 
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図27－重し板 

6.2.4 既定の測定位置 

ICC 及び重し板は，図 28 に示すように ICC 保持器に固定する。 

 

 
 記号説明 

1 重し板 6 基準軸 Y 
2 カード上端及び重し板の左端からカードの左端まで

の距離 
7 カードのおもて面 

3 重し板の上端からカードの上端までの距離 8 カードの右端に加える力（F1=1 N～2 N） 
4 カードの左端 9 カードの下端に加える力（F2=2 N～4 N） 
5 基準軸 X 

  
 

 

図28－ICC保持器上のICC及び重し板の位置 

6.3 外部端子付き ICC の外部端子の寸法及び位置 
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6.3.1 一般 

ICC の外部端子の寸法及び位置が，ISO/IEC 7816-2 に従っていることを評価することを目的とする。 

6.3.2 試験装置 

試験装置は，次のもので構成する。 

－ ICC 保持器及び 6.2.1 に適合している重し板 

－ 次の試験手順を定義された精度で実行できる装置 

6.3.3 試験手順 

a) 6.2.4 の規定に従って，既定の測定位置に ICC を固定する。 

b) ICC の表面上に，基準軸 X と平行な 2 本の線，及び基準軸 Y と平行な 2 本の線を配し，±0.01 mm 以

上の精度で ISO/IEC 7816-2 で定義された最小接触領域 C1 を形成する。 

c) 4 本の線で囲まれた長方形の領域が端子金属で完全に覆われているかどうかを確認し，その結果を記

録する。 

d) 4 本の線で囲まれた長方形領域内の金属端子が，他の最小接触領域の金属端子に接続されているかど

うかを確認し，結果を記録する。 

e) 最小接触領域 C2～C8 に対して，手順 b)～d)を繰り返す。 

6.3.4 試験報告書 

試験報告書には，評価されたそれぞれの最小接触領域について，それが金属によって完全に覆われてい

るかどうか，それが他の最小接触領域においても金属に接続されているかどうかを記録する。 

6.4 外部端子の機械的強度 

6.4.1 一般 

この試験は，IC モジュールの接触領域に，基本規格で規定する機械的ストレスを加えることによって生

じる悪影響を評価することを目的とする。 

注記 1 ISO/IEC 7816‐1 基本規格に含まれる情報は，物理要求事項のための規格の構造の変更によって，

将来 ISO/IEC 7810 に移行する可能性がある。 

注記 2 この規格には，この規格の前の版では規定していなかった ICC に関する規定が含まれている。

そのため，この規格には JIS X 6301 並びに ISO/IEC 7816-1 及び ISO/IEC 7816-2 を基本規格と

するものが混在することに注意を要する。ICC に関する箇条 6 は ISO/IEC 7816-1 及び ISO/IEC 
7816-2 を基本規格とし，それ以外は JIS X 6301 を基本規格として参照することに配慮が必要で

ある。 

6.4.2 試験装置 

試験装置は，次のもので構成する。 

－ 6.2 に適合適合した ICC 保持器及び重し板 

－ 基本規格によって規定された直径で，規定の力を加えることができる鋼製（又は同等以上の硬度をも

つ同様の材料）の鋼球又は丸い先端をもつアセンブリ 

－ 平たんで剛性のある位置決めテンプレート。位置決めテンプレートは，図 30 を参照。 
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装置については，図 29 を参照。 

基本規格が適用されない場合，球の直径は 1 mm とし，力は 1.5 N±0.05 N とする。 

注記 この要件を満たすボールペン用の直径 1 mm のステンレス鋼球が市販されている。 

規定の力を加えることができれば，アセンブリの形状は個々のテストラボで任意に決めてよい。 

引張圧縮試験機など，手動又は自動のジグを使用してもよい。発生させる力は，規定どおりの力でなけ

ればならない。ばねを用いた測定器具は，要求事項に対する安定した測定手段ではない。 

 

 
 記号説明 

1 アセンブリ（例） 5 位置決めテンプレート 
2 鋼球又は先端 6 外部端子を上向きにしたID-1カード 
3 ICカード接触領域 7 既定のICC保持器 
4 既定の重し板 

  
 

 

図29－既定のICC保持器，既定の重し板，位置決めテンプレート及び鋼球又は丸い先端をもつアセンブ

リ 
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図30－位置決めテンプレート 

位置決めテンプレートの長辺及び短辺は，JIS X 6301 で定義された ID-1 カードの寸法及び公差と同一で

ある。テンプレートには，直径 1.5 mm±0.05 mm の 9 個の丸穴があり，8 個の穴は ISO/IEC 7816-2 で規定

された各外部端子の中心点に位置する。9 番目の穴は他の 8 個の穴の幾何学的中心に位置している。 

市場に存在する外部端子が 6 個のカードでは，それに応じた機械的強度の試験手順を適用する。中心（7
番目）の穴は，ISO/IEC 7816-2 で規定された 6 個の場合の外部端子の幾何学的中心とする。 

6.4.3 試験手順 

各外部端子を目視検査し，試験の前の外観及び視覚的損傷を確認する。 

ICC は，6.2.4 で定義する既定の測定位置に固定する。その際，供試カードと重し板との間に位置決めテ

ンプレートを置く。 

規定の力が加わるまで最大 1 mm/s の速度でアセンブリを下げ，外部端子に 1 分間規定の力を加える。ア

センブリをもち上げ，残り 8 個（6 個）の位置決めテンプレートの穴の位置で，この手順を繰り返す。 

6.4.4 試験報告書 

試験報告書には，基本規格で特に規定がない限り，IC モジュールが機能残存（3.1.2 参照）かどうかを記

録する。外観に変化が生じている場合でも，JIS X 6301 に基づく外部端子の盛り上がり及びへこ（凹）み

の要件を満たさなければならない。 

6.5 ESD－ICC 外部端子への静電気放電 

6.5.1 一般 

IEC 60749-26 に規定された試験方法を使用して，基本規格の静電気要求事項への適合性を試験する。 

他と接続されていない外部端子にはストレスを与えてはならない。 

6.5.2 試験報告書 

試験報告書には，試験中のカードが静電気放電（以下，ESD という。）の印加後も機能残存（3.1.2 参照）

のままかどうかを記録する。 

6.6 ESS－PICC 及び VICC の静電気応力 

6.6.1 一般 

この試験は，供試カードを静電気ストレス（ESS）にさらした際のカードに搭載された IC の動作を確認

することを目的とする。試験中の PICC 又は VICC は，人体モデルに模擬した ESD にさらされた後に，基

本的な動作を確認する。 
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 記号説明 
1 ESD 放電ガン 3 PICC 又は VICC 
2 放電チップ 4 水平結合板 
注記 水平結合版は，グランドの基準面上に設置された導電面である。 
 

図 31－ESD の電気回路 

6.6.2 試験装置 

試験装置は，次のとおりである。JIS C 61000-4-2 参照。 

a) 放電ガンの主な仕様 

－ エネルギー蓄積容量：150 pF±10 %の許容差 

－ 放電抵抗：330 Ω±10 %の許容差 

－ 充電抵抗：50 MΩ～100 MΩ 

－ 立上がり時間：0.7 ns～1 ns 

b) 任意の項目から選択される仕様 

－ 装置の種類：卓上の装置 

－ 放電方法：試験対象器に直接放電 

－ ESD 発生器の放電電極：直径 8 mm の丸型チッププローブ 

6.6.3 試験手順 

装置のグランド端子を，PICC 又は VICC が配置されている水平結合板に接続する（図 31 参照）。 

図 32 に示す 20 の試験領域のそれぞれに，次の条件下で正極性で放電を連続的に印加する。カード外周

から 6 mm 以内に放電チップの先端が触れないようにする（図 32 の 2 の破線参照）。また，少なくとも 10
秒間の冷却時間を設ける。 

逆極性でこの手順を繰り返す。 

警告 PICC 又は VICC に外部端子が含まれる場合，外部端子を上向きとしなければならず，外部端子を

含む領域へは放電してはならない。 

試験の最後に PICC 又は VICC が機能残存（3.1.2 参照）のままであることを確認する。 
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 記号説明 

1 上端基準辺 
2 放電チップの位置決め領域の破線境界線 
 

 
図 32－ESD 試験のための PICC 又は VICC の試験領域 

6.6.4 試験報告書 

試験報告書には，PICC 又は VICC が機能残存（3.1.2 参照）のままかどうかを記録する。 

6.7 外部端子付き ICC の外部端子の電気抵抗 

6.7.1 一般 

この試験の目的は，ICC 外部端子表面の表面抵抗を測定することである。 

6.7.2 試験装置 

試験装置は，±2 mΩ の精確さをもち，測定範囲が 10 mΩ～2 Ω の抵抗計及び図 33 に定義するような試験

テストプロッド（テストピン）で構成する。測定電流は 100 mA 以下でなければならない，また測定電圧

は 20 mV 以下でなければならない。 
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 記号説明 

1 テストプロッド 6 測定のため二つのテストプロッドの間隔 
2 金めっきされたピン先端 7 テストプロッド 
3 カード 8 最小表面積 
4 カード外部端子 9 測定点 
5 テストプロッド直径   
 

注記 試験テストプロッド 1 本当たりに加える力は 0.50 N±0.1 N 

図 33－テストプロッド 

6.7.3 試験手順 

ICC を平らで硬い面に置く。 

ISO/IEC 7816-2 で規定される最小接触領域に，二つのテストプロッドをそれぞれ当てる。それぞれの最

小接触領域ごとに，二つのテストプロッド間の電気抵抗を測定する。 

機械的に接触させた後，測定電圧の印加を開始する。 

6.7.4 試験報告書 

試験報告書には，測定した最小接触領域ごとの抵抗値を記録する。 
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6.8 静電気の影響に関する追加の試験方法 

様々なタイプの静電気の影響を模擬する追加の試験方法については，附属書 A 及び附属書 B に記載し

ている。 

6.9 外部端子付き ICC の外部端子の盛り上がり及びへこ（凹）み 

6.9.1 一般 

ICC の外部端子と隣接する ICC 表面との高さの差を測定することで，ISO/IEC 7816-1 に基づく外部端子

の盛り上がり及びへこ（凹）みの要件を満たしているか検証することを目的とする。 

6.9.2 試験装置 

試験装置は，次のもので構成する。 

－ 6.2.2 に適合した ICC 保持器，及び 6.2.3 に適合した重し板。 

－ ICC 保持器の上面と ICC 保持器の上に置かれた ICC 上面との間の高さを±0.01 mm の精度で測定でき

る測定装置。測定精度が測定可能な面積は，測定する ICC の外部端子の金属部の面積よりも全ての方

向に対して 2.5 mm 広くなければならない。測定子は図 34 に示す。 
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 記号説明 

1 測定子 4 ICC 
2 測定方向 5 ICC 保持器 
3 ICC 外部端子 6 測定子半径 
 

 
図 34－測定子 

6.9.3 試験手順 

次に示す手順における測定線に対する測定子の位置決め精度は，0.5 mm を超えてはならない。 

a) 6.2.4 の規定に従って，既定の測定位置に ICC を取り付ける。 

b) 最小接触領域 C1 及び C5 の中心線に沿って，ICC 表面上に外部端子の金属部から 2 mm の距離を始点

及び終点とした測定線を作成する（図 35 参照）。 

c) ICC 保持器を基準に，測定線の始点及び終点の高さを測定し，2 点の高さの算術平均を計算する。こ

れを“高さ基準”とする。 

d) ICC 保持器から，測定線の始点から終点までの全ての範囲の ICC の表面までの，最小高さ及び最大高

さを求める。 

e) “高さ基準”よりも高いときは正の値，低いときは負の値として，“高さ基準”と手順 d)で求めた最大

高さとの差及び最小高さとの差を計算する。 

f) 外部端子 C2 及び C6，C3 及び C7，並びに，存在する場合は C4 及び C8 の中心線に対して，手順 b)～
e)を繰り返す。 

g) 手順 e)で決定された全ての値の最小値及び最大値を求める。 
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 記号説明 

1 測定線 4 外部端子の最小面積（図の斜線部） 
2 外部端子 C1 の最小面積の中心及び外部端子 C5 の最

小面積の中心 
5 測定線の始点及び終点 

3 実際の外部端子     
 

 
図 35－外部端子 C1 及び C5 間の測定線 

6.9.4 試験報告書 

試験報告書には，試験手順の手順 g)で求めた最小値及び最大値，並びに，使用した測定子の半径を記録

する。 

6.10 ICC－機械的強度:外部端子付き ICC のスリーホイールテスト 

6.10.1 一般 

この試験は，三つのホイールを用いた機械的装置によって，外部端子に周期的なストレスを加えること

によって，ICC の機械的信頼性を判断することを目的とする。 

6.10.2 試験装置 

装置の原理を図 36 に示す。この装置は三つのホイールから構成され，ICC の上に一つ，下に二つのホイ

ールで構成されている。ICC は，外部端子がホイールによって加えられるストレスに繰り返しさらされる

ように，三つのホイール間で移動する。これは，カード又はホイールのいずれかが試験中に静止したまま

でなければならないことを意味するものではなく，装置上のホイールがカードに対して相対的に移動する

だけであることを意味する。 
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図 36－スリーホイールテストの原理 

この装置は，図 37 に示すように取り付けられた三つのホイールを備える。ホイール W2 及び W3 は固定

されている。ホイール W1 は ICC の表面に垂直な向きに±5°の最大誤差で移動ですることが可能であり，

ICC の表面に図 37 に示すように力 F を加える。力 F は，力の方向がホイール W1 の軸を通過するように

ホイール W1 の上に固定された，静的負荷（ばね，ステッピングモーター又は空気圧シリンダーによって

加える動的な負荷とは異なる。）によって加えなければならない。その結果，ホイール W1 の下方への動き

は制限され，カードが存在しない静止位置において，図 37 の軸 B とホイール W1 の表面との間の距離は

4.0 mm～4.5 mm の範囲内になければならない。 

力 F の大きさは，基本規格によって規定される値，又は基本規格が値を規定しない場合は，8.0 N±0.5 N
でなければならない。 
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 記号説明 

1 ホイール W1 8 軸 C—外部端子の中心線 
2 ICC の外部端子 9 力 F 
3 ICC 10 W1 の中心から W2 及び W3 の中心までの距離 
4 ホイール W2 11 W1 の中心からカード端までの距離 
5 ホイール W3 12 寸法 d 
6 軸 A—ホイール W1 の中心線 13 ホイールの幅 
7 軸 B—ホイール W2 及び W3 の中心線 14 軸 A，B 及び C 
 

 
図 37－ホイールの位置及び ICC の初期位置 

ICC を固定する方法が，試験中に ICC の変形を妨げてはならない。 

各ホイールは，面取りを施され，ボールベアリングなどの低摩擦ベアリングで回転しなければならない。 

注記 1 ボールベアリング型番 623ZZ は，ホイールとしてこの試験に適している。 

ホイール上で ICC が移動する領域内では，ICC は自由に曲げられなければならない。 

注記 2 対応国際規格では，“The part of the ICC moving over W2 shall be free to bend.”となっているが，こ

の文章の意図を国際コンビーナに問い合わせた結果，“ここでの The Part は，ホイール W2 に限

らず三つのホイールの間で ICC が移動する領域の全体である”との見解を得たため，“ホイー

ル上で ICC が移動する領域内では，”とした。 
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寸法 d は，外部端子の中心線（図 37 及び図 38 の軸 C）と，ホイール W1 の中心線(図 37 及び図 38 の軸

A)と W2 及び W3 の中心線（図 37 及び図 38 の軸 B）とを繋ぐ面との距離が，三つのホイール全ての上

（W1）及び下（W2 及び W3）の中心で水平方向に測定して 0.5 mm を超えないようにする。 

注記 3 測定位置が不明確だったため，国際コンビーナに問い合わせた結果に基づき，“（W1）“，”（W2 
及び W3）の中心“及び“水平方向に”を追記した。 

注記 4 ここでいう“上”及び“下”とは，ICC 表面に対して垂直方向の変位における位置をいう。 

注記 5 ISO/IEC 7816-2 に定義される最小限の外部端子をもつ ICC に基づくと，寸法 d は次による。 

－ 外部端子面が上向きの場合：6 外部端子の ICC では 20.62 mm，8 外部端子の ICC では 21.89 mm 

－ 外部端子面が下向きの場合：6 外部端子の ICC では 29.36 mm，8 外部端子の ICC では 28.09 mm 

注記 6 試験装置の構成から，寸法 d の距離はカード端とホイールの側面との間で定義されるが，その

許容差は外部端子の中心線と三つのホイールで構成する面との間で定義されていることに注意

が必要である。 

 

 
 記号説明 

1 軸A—ホイールW1の中心線 3 軸C—外部端子の中心線 
2 軸B—ホイールW2及びW3の中心線   

 

 

 

図 38－軸 A，B 及び C の位置 
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 記号説明 

1 軸 A—ホイール W1 の中心線 5 ICC 
2 軸 B—ホイール W2 及び W3 の中心線 6 力 F 
3 軸 C—外部端子の中心線 7 カード端に対する中心線ホイール W1 
4 ICC 外部端子 8 軸 A，B 及び C 
 

 
図 39－ICC の挿入後の位置 

6.10.3 試験手順 

次に説明するように，装置内の全ての動作中，ICC の速度は 100 mm/s を超えてはならない。 

全ての動作移動中，軸 C と軸 A 及び軸 B で定義される面との間の角度は 2°を超えてはならない。 

a) 試験前に 4.2 に従って供試カードを事前調整し，4.1 で規定する試験環境下で試験を行う。 

b) IC モジュールが機能残存（3.1.2 参照）のままであることを確認する。 

c) 外部端子を上向きにして ICC を図 37 に示す初期位置まで装置に挿入する。 

d) 装置内の ICC を図 39 に示す挿入後の位置に移動する。 

e) ICC を初期位置まで戻す。 

注記 手順 d) 及び e)の手順は，1 サイクルとして定義される。 

f) 周波数 0.5 Hz で手順 d) 及び e)を，基本規格で規定された回数，又は基本規格でサイクル数が規定さ

れていない場合は，50 回繰り返す。 

g) 外部端子を下向きにして，ICC を初期位置まで装置に挿入する。 

h) 装置内の ICC を挿入後の位置に移動する。 
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i) ICC を初期位置まで戻す。 

j) 周波数 0.5 Hz で手順 h) 及び i)を，基本規格で規定された回数，又は基本規格でサイクル数が規定さ

れていない場合は，50 回繰り返す。 

k) IC モジュールが機能残存（3.1.2 参照）のままであることを確認し，その結果を記録する。 

6.10.4 試験報告書 

試験報告書には，IC モジュールが機能残存（3.1.2 参照）のままかどうかを記録する。 

試験報告書には，実施した回数，ホイール W1 による力 F も記録する。 

注記 合格基準は，関係者が定めている。 
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附属書 A 
（参考） 

カードの静電気に対する導電性  

A.1 試験方法 1 

A.1.1 序文及び要約 

JIS C 61000-4-2 に適合する適合放電発生器，及びデジタルオシロスコープに接続された電流プローブを

使用して，様々な接続の組合せによって導電する電荷を測定するこの定量的手法で，カードの静電気に対

する導電性を判定する。 

導電性は，放電の電流波形を記録し，カードによって伝送した電荷を計算することで実現する。 

カード保持器自身がもつ容量成分及び誘導成分の影響を考慮するために，最初に放電電極間に空気だけ

が存在する状態を 0 %，次に，電極間に 0 Ω の抵抗値の導電体を挿入した状態を 100 %とする校正を行う。 

カードの導電性を測定するために，カードをグリッド端子の間に配置し，1 組の電極に ESD を印加する

ことで，カードを通して接地された端子に一定期間電荷が伝搬する。接地されたグリッド端子からグラン

ドに流れる電流を，オシロスコープに接続された電流プローブを使用して測定し，記録する。 

様々なグリッド端子の組合せを試験する。カードをグリッド端子の間に配置して測定する前に，各測定

が 0 %～100 %の尺度になるように，選択した端子の組合せは，オープン時に 0 %，ショート時に 100 %に

なるよう校正を行う。 

それぞれの接続の組合せにおいてカードを伝搬した放電波形の記録から，特定の電圧条件において伝搬

した電荷の量を計算し，カードの ESD に対する導電性を 0 %～100 %の間で表す。 

A.1.2 試験装置 

A.1.2.1 一般 

試験装置は，次のもので構成する。 

－ JIS C 61000-4-2 に適合した ESD 試験機 

－ A.1.2.2 に従った，表面に接触領域をもつ外部端子板からなるカード保持器 

－ 帯域 200 MHz 以上のデジタルストレージオシロスコープ 

－ 帯域 60 MHz 以上，最大パルス電流定格 250 A 以上，立上がり時間が 6 ns 未満の電流プローブ 

－ オシロスコープによって記録された電流波形を積分する手段 

A.1.2.2 電極の配置 

カード保持器は，その表面上に六つの導電性電極をもつ非導電性の台座で構成する。 

図 A.1 に示すように，四つの外側の電極は，カードの周りに長方形に配置し，さらに二つの中央の電極

がカードの下側に接するように配置する。中央の電極の表面は，外側の電極の表面より約 2 mm 低い。 
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a) カード未装着時の電極の配置     b) カード装着時の電極の配置 
 

図 A.1－電極の配置 

電極は，金属製で 3 mm±0.2 mm の厚さとする。上から見て，個々の電極は平たんとする。下から見て，

電極は上面の厚さが 0.5 mm，側面の厚さが 2 mm～3 mm が残るように内側を削る。図 A.2 参照。 

 
 

a) 上から見た電極     b) 底面から見た電極 
 

図 A.2－電極 

電極の横及び縦の寸法並びにその配置は，図 A.3 に規定する。 
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単位 mm 

 注記 r1=3.48 mm，r2=2.88 mm 
 

図 A.3－寸法 
電極の大きさの許容差は，±0.02 mm以内とする。電極の位置決めの許容差は，±0.05 mm以内とする。 

カードを収容するため，図A.4に示すように，カードが挿入された状態で二つの中央の電極の上面は，四つ

の外側の電極の上面から2 mm下にする。 

 

図 A.4－断面 

カードに反りがある場合は，非導電性材料で構成されたおもりを使用してカードを平たん化してもよい。 

カード保持器の個々の電極は，以降“グリッド端子”と呼び，個々のグリッド端子の名称は図 A.5 に示

すとおりとする。 
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図 A.5－グリッド端子 

グリッド端子と ESD 試験機との間の電気的接続は，それぞれのグリッド端子の底部に接続されたケーブ

ルを通して行う。個々のグリッド端子と ESD 試験機のコネクタとの間の各ケーブルの長さは，ESD 試験

機のグランドケーブルを除いて 0.5 m を超えてはならない。 

A.1.2.3 ESD 試験機 

ESD 試験機は，JIS C 61000-4-2 に適合し，放電検出器を内蔵していなければならない。 
電気放電試験機は，接触放電モードで動作しなければならない。 

電気放電試験機は，次の図A.6に示す。 

 

 
 記号説明 

1 JIS C 61000-4-2のESD試験機   
 

 
図 A.6－JIS C 61000-4-2 の ESD 試験機 

要求仕様又は適用規格によって放電電圧が規定されていない場合は，ESD 試験機の放電電圧を 8 kV に

設定しなければならない。 

A.1.2.4 電気的相互接続 

分析試験中は，様々な機器を図 A.7 に示すように相互に接続しなければならない。 
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 記号説明 

1 JIS C 61000-4-2のESD試験機 2 オシロスコープ 
 

 
図 A.7－電気的相互接続 

カードが伝達する放電エネルギーを分析するために，電流プローブ及びオシロスコープを試験回路に挿

入する。電流プローブは，帯域 60 MHz 以上，最大パルス電流定格 250 A 以上，及び立上がり時間 6 ns 未
満でなければならない。 

注記 Tektronix 社の P6021 型はこれらの仕様に適合している。 

オシロスコープは，200 MHz 以上の帯域をもち，少なくとも 1 マイクロ秒当たり 2 000 のサンプリング

レートで測定された電流を記録し，電流の積分を計算するか，又はその計算に使用できるフォーマットで

データをエクスポートする機能をもたなければならない。 
全ての外部端子は，常に10 MΩ±1 MΩの抵抗を介してグランドに接続していなければならない。 

A.1.3 試験手順 

A.1.3.1 測定 

A.1.2.4 に従って試験装置を準備する。オシロスコープを最大±40 A に設定し，放電開始の 100 ns 以上前

から，500 ns 以上過ぎるまで記録できるように設定する。放電の開始は，電流が最初に 2 A を超えたとき

と定義する。 

ESD 試験機を放電電圧に設定し，接触放電チップで接触放電させるように設定する。 

表 A.1 の最初のグリッド端子の組合せの定義に従い，試験装置のグリッド端子を接続する。 



55 
X 6305-1：0000 (ISO/IEC 10373-1：2020) 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

カードを試験装置から取り出し，ESD 試験機を放電させる。電流プローブを用いて電流波形を記録し，

電流波形を積分する。結果は電荷 Q0%とし，次の式による。 

𝑄଴% = ෍ 𝐼௧௧ୀହ଴଴ ୬ୱ
௧ୀିଵ଴଴ ୬ୱ × ∆𝑡 

ここで，It は，ある時点 t で記録された電流であり，Δt は，オシロスコープが個々の数値 It を記録する

時間間隔であり，Δt は，2 ns 以下でなければならない。 

ESD 試験機の放電電極をグランドに接続されている外部端子の一つに直結し，ESD 試験機を放電させ

る。電流プローブ及びオシロスコープを用いて電流波形を記録し，電流波形を積分する。結果は電荷 Q100%

とし，次の式による。 

𝑄ଵ଴଴% = ෍ 𝐼௧௧ୀହ଴଴ ୬ୱ
௧ୀିଵ଴଴ ୬ୱ × ∆𝑡 

次に，ESD 試験機を表 A.1 の規定に従い，グリッド端子の組合せに再接続し，カードをグリッド端子の

間に配置する。 

ESD 試験機を放電させ，カード及び接地されたグリッド端子を流れる電流を，電流プローブ及びオシロ

スコープを用いて記録する。電流波形を積分して，カードを伝搬する “絶対電荷”Qn を，次の式によって

計算する（n は，表 A.1 で定義するグリッド端子の組合せである。）。 

𝑄௡ = ෍ 𝐼௧௧ୀହ଴଴ ୬ୱ
௧ୀିଵ଴଴ ୬ୱ × ∆𝑡 

次に，Qn，Q0%及び Q100%から“相対電荷”Qn %は，次の式によって計算する。 

𝑄௡% = 𝑄௡ − 𝑄଴%(𝑄ଵ଴଴% − 𝑄଴%) × 100 

Qn %が負の場合，Qn %は 0 とする。 

表 A.1 のグリッド端子の組合せごとに Q0%，Q100%，Qn 及び Qn %を求める。 

表 A.1－グリッド端子の組合せ 

接続の組み合わせ 
 結果 

 Q0% Q100% Qn Qn % 

D1 に接続されたグリ

ッド端子 
D2 に接続された

グリッド端子 

CL，CR に対

するカードの

向き 

nAs nAs nAs ％ 

L R 前面     

T B 前面     

L CR 前面     

B CL，CR 後面     

校正の点検 Q100%:1 080 nAs<Q100%<1 320 nAs OK 
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校正の点検 Q0%:Q0%<120 nAs OK 

注記 Qn %は計算値であり，単位（nAs）の記載は対応国際規格の明らかな間違いであるため，%とし

た。 

 

外部端子付き IC カードの場合，カードのおもて面が下向きのとき，外部端子がグリッド端子の CR の上

でなければならず，表 A.1 では“前面”であるとし，カードのおもて面が上向きのとき，外部端子がグリ

ッド端子 CL の上でなければならず“後面”であるとする。カードに磁気ストライプがある場合は，磁気ス

トライプがグリッド端子 T に近接し，“後面”の方向になるようにカードを配置しなければならず，磁気ス

トライプが内側のグリッド端子に接するようにしなければならない。 

注記 カードにおもて面磁気ストライプがある場合は，おもて面磁気ストライプがグリッド端子 T に近

接し，おもて面磁気ストライプが内側のグリッド端子に接するように配置することになる。カー

ドの両面に磁気ストライプがある場合には，両面に対して行うことになる。 

A.1.3.2 校正の確認 

試装置を構成する各機器が正常に機能することを確認するために，Q0%及び Q100%の測定ごとに次の確

認を行わなければならない。 

Q100%の場合: 

ESD 試験機，電流プローブ及びオシロスコープが適切に機能し，及び適切な接地されていることを検証

する。 

1. 測定した Q100%の値が，ESD 試験機のコンデンサーの公称電荷の±10 %であることを確認する。 

2. コンデンサーの充電 Q は，次の式による。 

 𝑄=𝐶×𝑈 

 
ここで， C： コンデンサーの静電容量 
 U： 電圧 

3. JIS C 61000-4-2 に適合した ESD 試験機の場合，コンデンサーの公称電荷は，次の式による。 
 

Q=150 pF×8 kV=1 200 nAs  

Q0%の場合 

この確認によって，試験装置のクロストーク及び漏れ電流を検証する。 
測定したQ0%の値が，規定されたESD試験機の公称電荷の10 %未満であることを確認する。 

A.1.4 試験報告書 

試験報告書には，次を記録する。 

－ 放電電圧 

－ 各接続の組合せにおける校正時の電荷 Q0%及び電荷 Q100% 
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－ 各接続の組合せにおける電荷の測定値及び計算された相対電荷 Qn％ 

－ 校正時の電荷が許容範囲内であるかどうか 

A.2 試験方法 2－静電気伝搬評価 

A.2.1 一般 

ここに記載している情報は，カードが静電気をリーダーに伝搬する可能性を評価するためのガイドライ

ンとして提供する。この附属書の利用者は，問題が生じている状況に最も適した状態になるようにカード

リーダーシミュレーターを変更してもよい。ただし，カードとの接触部からグランドへの放電を検出する

ために次の基本的な試験設定は維持することが望ましい。 

ほとんどの人が，特に周囲の湿度が低いときに，人体に蓄積された電子の放電によるショックを経験し

ている。人体の電気エネルギーは，グランドへの経路が確立されると放電される。金融又は ID カードをリ

ーダーに読み取らせようとするときに，電気エネルギーが伝搬する可能性がある。 

従来のプラスチック素材で作られたカードは本質的に絶縁体であり，静電気を伝搬することが不可能で

ある。意匠性の高い金属はく（箔）の特徴をもつカード構造は，リーダーの誤動作を引き起こし，リーダ

ー端末を“再起動”又はリセットする必要があると報告されている。 

これらの薄い金属はく（箔）の一部は，微小な金属の島状又は点状の原子レベルの厚さの金属で構成し

ており，低電圧ではエネルギーを伝搬しない。しかし，電圧が上昇すると，電気エネルギーが点の間の隙

間を埋めてエネルギーの伝搬経路を形成する。したがって，カード構造が静電気を伝搬する影響の受けや

すさを評価するには，高電圧試験回路が必要である。 

注記 信頼できるリーダーの製造業者は，その製品に対してある程度の ESD 耐性を備えている。試験方

法及び望ましい耐性レベルを提供する一般的な製品規格には，JIS C 61000-4-2，IEC 61340-5-1 及

び EN 55104 がある。これらの規格では，最小耐性が 4 KV（レベル 2）と定義されている。した

がって，この試験方法は，少なくとも 4 KV の静電気の影響を受けやすいカードの評価に限定す

る。 

A.2.2 試験装置 

試験装置は，次のもので構成する。 

－ JIS C 61000-4-2 に適合した ESD 試験機 

－ カード固定具 

－ ESD 検出器（図 A.9 参照） 

－ カードリーダーシミュレーター 
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 記号説明 

1 ESD検出器   
2 カードリーダーシミュレーター   
3 リーダーヘッド   
4 試験中のカード   
5 金属製のカード固定具   
6 ESD試験機   

 

注記 カードが最初に触れる金属部であるリーダーヘッド（カードリーダーシミュレーターを構成する上下の円

柱状の部品）は，グランドしている。 

図 A.8－試験設定のブロック図 

図 A.8 に示すカードリーダーシミュレーターを用いた試験の設定では，実際の市場で問題となる可能性

のある構造のカードからの放電を検出したが，他の構造のカードからは放電を検出しなかった。放電検出

器回路の誤検出を防ぐために，ESD 試験機によって生成される不要ふく(輻)射からシールドしてもよい。 

カード固定具は導電性があり（金属製），ESD 試験機にしっかりと取り付けられていなければならない。

カードと固定具との接触領域は，カードの全高さ（短辺全域）の寸法とし，カード固定具とカード端とが

接触していなければならない。 

ESD 検出器が放電を感知するためのグランド経路は，静電気放試験機の放電リターン（接地）に接続し

なければならない。 

JIS C 61000-4-2 における静電気試験機は，接触放電モードで作動させる。 
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 記号説明 

1 カードリーダーシミュレーター接地（アース）線 2 トロイダルコア 
3 リセットスイッチ   

 

 
図 A.9－放電検出器回路の例 

A.2.3 放電検出器の適格性 

放電検出器回路の設計に関係なく，回路が適切に動作することを保証するために，次の手順に従う。図

A.10 の設定を参照。各試験条件は，少なくとも 5 回行う。 

検出器は，次の条件で放電をしなければならない。 

－ ESD 試験機の設定は+4 kV 及び-4 kV 

－ 抵抗値は 0 及び 100 KΩ 

検出器は，次の条件の下で放電を検出してはならない。 

－ ESD 試験機の設定は+4 kV 及び-4 kV 

－ 抵抗値は 10 MΩ 

 

 
 記号説明 

1 ESD検出器 3 ESD試験機 
2 抵抗器   
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図 A.10－放電検出器回路の適格性確認の構成 

A.2.4 試験手順 

a) カード固定具を ESD 試験機の放電チップにしっかりと接続する。 

b) ESD 試験機の放電電圧を+4 kV に設定する。 

c) カードの端がカード固定具に接触するように，供試カードを固定する。 

d) ESD 試験機の静電気ガンのトリガを引く。 

e) 直ちにカードリーダーシミュレーターにカードを挿入する。 

f) 放電が検出されたかどうかを記録する。 

g) 手順 d)～f)を合計 5 回繰り返す。 

h) ESD 試験機の放電電圧を-4 kV に設定する。 

i) 手順 d)～g)を繰り返す。 

同一じ構成のカードについて最低 3 枚のサンプルにて試験を実施しなければならない。3 枚のカードの

試験結果に矛盾が生じた場合は，追加のカードを試験するのが望ましい。 

特定のカードアプリケーション環境でより高いレベルの評価が望ましい場合は，6 kV 又は 8 kV（JIS C 
61000-4-2 におけるレベル 3 及び 4）で再試験を行ってもよい。 

放電検出試験 5 回のうち少なくとも 1 回検出した場合，カードは静電気伝搬の影響を受けやすいとみな

す。 

A.2.5 試験報告書 

試験報告書には，次を記録する。 

－ 供試カードの種類 

－ 各カードの放電が試行されて放電が検出された回数及び使用された試験電圧 

参考として，図 A.11 に示す装置の参考画像を参照。 

 

図 A.11－試験装置の参考画像 
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附属書 B 
（参考） 

デバイス帯電モデルに対するカードの ESD 感度 

B.1 一般 

この試験方法は，定義されたデバイス帯電モデル（CDM）の ESD にさらされることによって損傷又は

劣化に対する影響の受けやすさ（感度）に応じて，デュアルインターフェイスカードを試験，評価及び分

類するための手順を確立する。このモデルは，半導体デバイス向けの文書に記載されている CDM とは異

なり，完成したカード水準の製品に関する試験を記載している。 

注記 1 カードの CDM 試験は，ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 に従って行われる。この試験手順に対する

例外及び補遺は，この附属書に記載している。 

注記 2 CB（contact-based）ピンとは，デュアルインターフェイスカードの個々の外部端子のことであ

る。 

B.2 目的 

この附属書の目的（目標）は，次の要件を満たす ESD 試験方法を確立することである。 

－ CDM 相当で故障を再現 

－ 高信頼性 

－ 再現性のある試験結果 

電流の測定に基づく再現可能なデータは，デュアルインターフェイスカードの CDM における ESD 感度

の正確な分類及び比較を可能にする。 

B.3 試験装置 

ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 に適合した CDM 試験器で，同じ電圧レベルでより高い放電電流を得られる

ために，可能であれば誘電体層なしで使用しなければならない。波形検証及び試験に必要な装置の要求事

項は，ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 に記載されている。 

デュアルインターフェイスカードのロバスト性を評価するために試験時の電流測定に使用するオシロス

コープは，少なくとも 1 GHz のシングルショット帯域幅をもつ必要がある（現在の目標である 10 A の電

流測定において重要である。）。 

1 GHz しかないオシロスコープを使用している場合は，考慮が必要である 

注記 1 同じ電圧レベルでの放電電流は，1 GHz を超える帯域幅をもつオシロスコープと比較して 30 %
程度減衰するといわれている。 

装置の実例については，図 B.1 を参照。 
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 記号説明 

1 50 Ωの同軸ケーブルにて50 Ωオシロスコープの入力へ 6 供試カード（半導体の試験方法から引用している 
ためカード形状とは異なる図になっている。） 

2 ポゴピン対接地抵抗 7 誘電体層 
3 ポゴピン（グランドピン） 8 充電抵抗 
4 グランドプレーン 9 切替スイッチ 
5 高電圧供給源 10 充電版 

 

注記 カードが最初に触れる金属部であるリーダーヘッド（図中の 3）は，グランドに対して導電性がある。 
 

図 B.1－簡易 CDM 試験器 

ハードウェア回路図は，ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 に従う。 

注記 2 デュアルインターフェイスカードの試験中は，誘電体層を使用しないことでピーク電流を増加

させることが可能である。 

B.4 その他の機器 

電流検出素子，グランドプレーン（図 B.1 の 4），充電板（図 B.1 の 10），誘電体層（使用する場合，図

B.1 の 7）などのカードの CDM 試験を行うために必要な他の全ての機器及び全ての測定機器は，

ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 の要求事項に従う。 

B.5 試験器の校正及び波形検証 

試験器の校正び波形検証は，ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 の要求事項に従って，定期的に実施する。 

B.6 試験手順 

a) フルアンテナ（ISO/IEC 14443-1 で規定するクラス 1）でデュアルインターフェイスカードの電気的試

験を行う（B.8 の機能試験の比較元となる。）。 

b) B.3 に規定している CDM 試験器を使用する。窒素ガスの使用を推奨する。窒素ガスを使用しない場合

は，放電間の変動が大きくなることがある。 

c) イソプロパノールでカード及び充電板（図 B.1 の 10）を清掃し除電する。 
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d) カードを充電板の上に置く（カードが充電板に対して平らになるようにする。）。 

e) 試験機の通常の充電方法にて，カードを開始時の電圧レベルまで充電する。 

f) 試験器のポゴピンを使用してカードの最初の CB ピンを放電し，最低 1 GHz のシングルショット帯域

幅をもつオシロスコープを使用して放電の放電電流を測定する（波形は図 B.2 のようになる。オシロ

スコープの時分割設定は 2 ns である。）。 

g) カードの全ての CB ピンに対して，手順 e)及び f)を正の電圧で 3 回，負の電圧で 3 回繰り返す。 

h) 電圧レベルごとに 3 枚のカードを使用する（電圧レベルごとに 3 枚の新しいカードを使用することを

推奨するが，カードが電気的に試験され，負荷をかけた電圧レベルで良好であることが証明されてい

る場合は，次の電圧レベルにも使用可能である。）。 

i) 様々な電圧でカードに負荷をかける（例：±500 V，±750 V，±1 000 V，±1 250 V）。 

j) 放電のピーク電流を評価する。最初に通過するピークの最小ピーク電流値は 10 A である。この電流を

検出できないカードの場合は，別の電圧レベルを追加する。 

k) カードの電気的試験を再度行う。この電気的試験の目標は，カードが最初の 10 A のピーク電流の負荷

に対して合格することである。 

 

 
 記号説明 

1 アンテナなし 2 フルアンテナ 
 

 
図 B.2－電流波形 

10 A に達するのに必要な電圧レベルを記録することが望ましい。 

図 B.2 の波形に似た波形になるようにする必要がある。 

ハンドヘルド放電プローブを使用する場合，カードが置かれ，カードを充電するために使用される金属

板は，外部の高圧電源で充電する必要がある。カードは吸着固定されていないため，波形が異なる可能性

があることを考慮しなければならない（カード及び金属板間の静電容量が小さいと，ピーク電流が低くな

る可能性がある。）。 

B.7 分類 

カードは，最初の 10 A のピーク放電電流に耐えることが必要である（図 B.2 の波形の場合）。 

B.8 不合格判定基準 
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カードは，カード CDM の ESD 負荷試験後，パラメトリック及び機能試験を実施した結果，製品仕様書

上のパラメータに適合しない場合，そのカードは不合格と定義する。 

B.9 代替のハンドヘルド放電プローブ 

誰もが B.3 に規定する ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 に適合した CDM 試験機をもっていて，これらのカー

ド CDM 試験を行えるとは限らない。この場合，図 B.3 に示す簡易的なハンドヘルド電極を用いた，簡単

な合否判定の試験を行うことが可能である。 

次に，その方法について簡単に記載する。 

試験対象のカードより大きな充電板を使用して，誘導によってカードを充電し，ハンドヘルド放電プロ

ーブを使用して電流波形を取得する。オシロスコープの要求事項は，B.3 で説明したものと同じである。 

 

 
図 B.3－マニュアルでカード CDM 試験を行うためのハンドヘルド電極 

ハンドヘルド放電プローブを使用する場合，カードが置かれてカードを充電するために使用する金属板

は，外部の高圧電源で充電する必要がある。カードは吸着固定されていないため，波形が異なる可能性が

あることを考慮しなければならない（カード及び金属板間の静電容量が小さいと，ピーク電流が低くなる

可能性がある。）。 
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